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[Table_Summary] 投资要点 

近期，美国总统拜登签署了《芯片法案》，对美半导体行业进行补贴。那么，

《芯片法案》会如何重塑半导体行业格局？又会对我国的进出口产业链带来怎

样的影响？本报告对此展开分析。 

 芯片法案支持力度有多大？从历史沿革来看，《芯片法案》基本由“无尽

前沿”、“美国芯片”和“美国创新与竞争”三个历史法案内容合并而成。

从具体内容来看，《芯片法案》着眼制造和人才培养。从法案推出目的来

看，一方面，为了推动相关芯片产业回流，重塑以美国为中心的产业体系。

另一方面，则是进一步限制我国在芯片先进制程领域的发展。补贴总额并

不算高。2022 年 190 亿美元补贴总额仅占三星、英特尔和台积电三家公

司资本支出总和的 20%。从法案对企业的限制来看，相比现有封锁，这

次的法案针对我国的目标集中于制造业产能，主要限制我国在 28 纳米以

下先进制程获得更大的市场份额。我国仍是全球第一大半导体销售市场，

且半导体产能未来仍将快速增长，潜在的市场收益使得巨头面临着两难的

博弈困境。 

 法案如何重塑行业格局？半导体产业链主要涉及设计，制造和封装测试制

造三个主要环节。美日领先芯片设计、制造设备，中国制造产能快速增加，

全球半导体设备支出快速上升。美国目前在芯片设计和制造设备行业一枝

独秀。芯片制造不断衰落在于劳动力成本过高、政府支持不足。政府支持

或大幅提高美国芯片制造地位。中国在芯片设计和芯片制造设备领域仍处

于追赶阶段，但芯片制造业产能已经逐步追赶上来，主要集中在成熟制程

方向，但先进制程仍旧处于被封锁状态。国产化道路仍然漫长，我国自主

研发已经取得了一定的进展，但仍在诸多关键科技上落后于市场。我国芯

片制造业之所以发展迅速，主要得益于我国较低的劳动力成本和全方位的

政府支持。我国芯片制造业产能短期或受到一定扰动。 

 进出口产业链有何影响？我国芯片产业对进口的依赖较强，而集成电路贸

易持续逆差或指向出口竞争力较弱，考虑到芯片法案或将蚕食我国芯片制

造产能份额，芯片贸易逆差可能将进一步扩大。分地区来看，中国台湾是

中国大陆地区集成电路进出口主要目的地，中国大陆地区对韩国和中国台

湾地区来说也是重要的芯片出口市场，考虑到韩国和中国台湾地区的对芯

片出口的顾虑，四方芯片联盟对我国的危害可能有所减弱。如果考虑到上

下游产业链的影响，芯片相关行业出口受损规模将大幅增加，进口受损规

模也会增加，但幅度不及出口。从相关产业链来看，芯片产业链进口依赖

较强，出口以下游机电产品为主。若未来芯片产能受限，出口中受到影响

最大的是自动处理设备和手机，而使用成熟制程芯片的汽车、家电等产品

受影响或较小。美国施行《芯片法案》以及推动四方芯片联盟对我国芯片

产业链短期或有一定冲击，但长期来看，这也是我国芯片国产化的一个机

遇。高端产业是发展经济的重要抓手，如果我国能够在芯片领域有所突破，

则其高附加值率的特征或将创造更多的高薪岗位就业，进而拉动相关的上

下游产业协同发展。 

 风险提示：政策变动，经济恢复不及预期。 
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近期，美国总统拜登签署了《芯片法案》，对美半导体行业进行补贴，并

寻求进一步遏制我国在芯片行业的快速发展。那么，《芯片法案》会如何重塑

半导体行业格局？又会对我国的进出口产业链带来怎样的影响？本报告对此

展开分析。 

 

1. 芯片法案支持力度有多大？ 

《芯片法案》酝酿已久。从历史沿革来看，早在 2020 年 5 月和 6 月，

美国国会就提出了“无尽前沿”法案和“美国芯片”法案，分别涉及税收抵

免政策以及约 1000 亿美元的科研补贴，2021 年 4 月提出的“美国创新与竞

争”法案涵盖了 527 亿美元的制造补贴，《芯片法案》基本由以上三个历史

法案内容合并而成。 

图表 1：芯片法案由来已久 

时间轴 法案 总额 主要内容 对中国限制条款 

2020年 5月

21 日 

无尽前沿

法案 

1000 亿美元（科

研） 

设立科技理事会，五年内提供 1000 亿

美元支持科研教育。 
- 

2020年 6月

10-11 日 

美国芯片

法案 

150 亿美元以上 

20%-40% 的 抵 税

（芯片） 

提议对半导体制造以及制造设备的成

本进行（20%-40%）的抵税。为半导体

科技研究提供 150 亿美元支持。 

限制与中国、俄罗

斯、伊朗和朝鲜合

作研究项目补助。 

2021年 4月

21 日 

无尽前沿

法案 

1124 亿美元（科

研） 

设立科技理事会，五年内为理事会提供

1000 亿美元资金。124 亿美元用于支持

科技教育与研究：94 亿用于建立科技中

心，14 亿用于支持本土制造创新发展。

5 亿用于支持科技策略研究。 

- 

2021年 4月

20 日 

美国创新

与竞争法

案 

527 亿美元（芯片） 

2000 亿美元（科

研） 

芯片基金 502 亿；国防芯片基金 20 亿；

国际科技安全和创新芯片基金 5 亿；公

共无线供应链创新基金 15 亿；包含无

尽前沿法案 1900+亿科研补贴。 

附加大量条款限制

与中国在高精尖科

研领域合作 

2021年 7月

19 日 

美国竞争

法案 

527 亿美元（芯片） 

2000 亿美元（科

研） 

527 亿美元用于半导体制造的投资研

究；450 亿美元支持供应链发展；1600

亿美元支持科学研究。 

延续了美国创新与

竞争法案中的限

制。 

2021年 6月

17 日 

促进美国

制半导体

法案 

半导体制造和设备

投资享有 25%的税

收抵免 

半导体制造以及半导体制造设备的

25%成本可进行抵税。 
- 

2022年 8月

9 日美国总

统拜登签署

法案 

芯片和科

学法案 

527 亿美元和半导

体制造和设备投资

享有 25%的税收抵

免（芯片） 

约 2300 亿美元（科

研和人才等） 

390 亿美元用于支持新建半导体制造设

施、设备的投资，其中 20 亿预留给成

熟制程。110 亿美元用于高级半导体制

造、封装技术等科研工作和人才培训。

22 亿美元用于人才培训。5 亿美元用于

通讯领域发展。约 1700 亿美元支持用

于 2023 年至 2027 年科研教育。 

限制在中国增建扩

建先进制造工厂。 

 

来源：美国国会，中泰证券研究所 



 
 
 

请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 5 - 

  宏观策略专题报告 

着眼制造和人才培养。从具体内容来看，《芯片法案》主要包括 527 亿

美元制造补贴，25%的投资税收抵免以及约 2300 亿美元广泛用于科研和人

才培养等方向，其中，今年有约 190 亿美元用于支持扩建/更新美国芯片制造

厂。值得注意的是，补贴附带限制条款针对中国，禁止接受补助企业在对美

国构成国家安全威胁的国家建造/扩大先进制程晶圆厂。 

图表 2：全球主要半导体企业关键财务指标（亿美元） 

芯片
法案

支持半导体设施建设
390亿美元

研究和劳动力开发
110亿美元

25%的税收优惠
成熟制程半导体芯片制造

20亿美元
 

来源：美国国会，中泰证券研究所 

芯片产业推动回流，限制我国制程追赶。从法案推出目的上来看，一方

面，该法案的推出主要为了推动相关芯片产业回流，重塑以美国为中心的产

业体系。美国半导体行业协会（SIA）的报告指出，虽然美国的半导体营收

一直以约 50%的市场份额保持领先，但其芯片制造产能却逐渐失去优势，由

1990 年的 37%回落至 2020 年的 12%。另一方面，则是进一步限制我国在

芯片先进制程领域的发展。该法案在政府补贴中加设了毒丸条款，要求半导

体企业一旦接受补贴，就禁止未来 10 年内在中国等特定国家扩建先进的半

导体工厂，以此限制中国在先进制程上的产能扩张。 

近年最大政策补贴。从法案涉及的补贴规模来看，本次通过的芯片法案

属于近年来美国半导体行业享有的最大政策补贴，制造方面约含 527 亿美元

资金补贴与 25%的税收抵免。但并非全部资金都将补助芯片企业建厂。在这

527 亿美元补贴中，390 亿美元将分五年用于投资和扩建半导体制造厂和制

造设备，110 亿美元将分五年被用于科研，22 亿美元将用于培养和培训半导

体人才，剩余 5 亿美元将用于通讯科技安全和供应链。 

补贴总额并不算高。为了更直观的理解补助的规模大小，我们以半导体

龙头企业的资本和科技支出作为对比。制造方面，2022 年 190 亿美元补贴

总额仅占三星、英特尔和台积电三家公司 2021 年资本支出总和的 20%，而

2023年到 2026年每年的 50亿美元补贴仅占这三家企业 2021年资本开支的

5.5%。即便考虑 25%的税收抵免，根据普华永道估计，这一政策约合 10 年

240 亿美元补贴，即年均 24 亿美元。在半导体企业资本开支逐年上升的趋势

下，现有补贴额度或有不足。科研方面，在 2022 的 50 亿美元国家科研补贴

中，仅不到一半是授权给国家和企业的合作科研项目。2022 年科研补贴规模

仅占三星、英特尔和台积电三家公司 2021 年度科研支出的 6.3%。 
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图表 3：2021 年全球主要半导体企业关键财务指标（亿美元） 
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来源：Bloomberg，中泰证券研究所 

限制集中于制造领域。从法案对企业的限制来看，法案明确写到“禁止

获得该法案资助的公司在 10 年内于中国或其他国家扩建某些关键半导体产

能”。这一毒丸条款使得半导体企业陷入两难，若要接受法案的补助，则需放

弃在中国市场的未来投资。此前，美国已经针对中国芯片产业链发展在设计、

设备、生产和原材料四个方面实施了较为全面的限制。相比现有封锁，这次

的法案针对我国的目标集中于制造业产能，主要限制我国在 28 纳米以下先

进制程获得更大的市场份额。未来如果拜登提出的“四方芯片联盟”构想落

地，不排除会在其他方面进一步加强封锁。 
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图表 4：芯片法案对我国的限制主要集中在制造领域 

领域 过去及现有封锁 芯片法案 四方芯片联盟 

设计 

2019 年 5 月美国商务部将华为列入出口管制“实体清

单”。当月 22 日，ARM 停止与华为合作，此后华为无

法使用 ARM 的芯片设计。 

2022 年 8 月 12 日，美国商务部发布一项临时最终规则，

对用于开发全栅场效应晶体管的晶体管（GAAFET）结

构的 EDA 软件进行出口管制。 

- 

美国在芯片设计上有极强的

垄断性，预计四方芯片联盟或

将限制供应中国 28 纳米以下

先进制程芯片的设计软件。 

设备 

2018 年，特朗普签署 2019 财年国防授权法案，限制政

府采购华为、中兴、海康等企业的设备及产品。 

2020 年 3 月，美国国家安全委员会等多个政府机构商

定采取新措施禁止台积电等向华为供应芯片和设备。 

2021 年 12 月，美国禁止韩国存储芯片企业 SK 海力士

在华工厂引进艾司摩尔 EUV 光刻机。 

2022 年 7 月，美国游说荷兰禁止 ASML 向中国销售晶

片制造设备。当月 30 日，美方将半导体设备出口禁令

进一步扩大，由此前的 10 纳米延申至 14 纳米以下。 

- 

亚洲和美国的设备出口已经

对中国设限，四方芯片联盟对

半导体制造设备或不再附加

额外限制。 

制造 

2020 年 5 月，美国商务部宣布限制华为使用美国技术

和软件在国外设计和制造半导体的能力。 

2021 年 11 月英特尔成都厂扩产计划因美国政府反对而

取消。 

限定制造厂若获美补助，

则十年内禁止扩大在中

国投资新建或扩建先进

芯片厂或者设备。 

代工生产上，美国或利用四方

芯片联盟结合芯片法案，限制

中国大陆在先进制程芯片上

的扩产能力。 

原材料 

在芯片制造原材料上，美国限制向中国出口主要包括：

复合半导体晶圆、极紫外掩膜、光刻胶、刻蚀气体和掺

杂物。 

- 

四方芯片联盟或将在材料上

限制对中国的供给，以遏制中

国半导体产业的发展。 
 

来源：中美战略竞争下两岸半导体产业发展研究，白宫，美国国会，美国商务部，中泰证券研究所 

半导体巨头会买账吗？随着法案近日得到美国总统拜登的签字立法，个

别芯片企业已经开始表态。在法案通过前，环球晶圆就已表明一旦法案通过，

将计划在美国建立一所 50 亿美元的工厂。美光宣布将在存储器芯片制造上

投资 400 亿美元，高通和格罗方德也宣布合作投资 42 亿美元扩张格罗方德

在纽约州的芯片生产厂。另外，高通计划在接下来五年额外在美国增产 50%

芯片产能。但中国仍是全球第一大半导体销售市场，且中国的半导体产能未

来仍将快速增长，潜在的市场收益同样使得巨头面临博弈困境。 
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图表 5：中国是全球第一大半导体销售市场（%） 
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来源：Statista，中泰证券研究所 

 

2. 法案如何重塑行业格局？ 

半导体产业链主要涉及设计，制造和封装测试三个主要环节。包括核心

知识产权（IP），设计软件（EDA），半导体制造设备（SME）和原材料四个

关键要素。首先，设计环节中，设计公司需要决定芯片在使用它的系统中应

该如何运作，以此来决定芯片的规格，随后制定相应的原理模型并转化为实

际板式，再进行测试检验。其次，制造环节中，原材料厂使用原材料制造出

圆片状的晶圆，之后在晶圆上使用各类尖端设备构建完整的电路。最后，封

装环节中，芯片厂将制造完毕的晶圆精准的切割成单个芯片，随后接受测试

确保正常运作，再单独安装到电路板上。 

图表 6：半导体产业链 

设计工具

原材料

制造设备

封装测试

切割
焊线
封装
测试

芯片制造

硅片制造
晶圆加工

芯片设计

集成电路
分立器件
光电器件
传感器

下游应用

计算机
消费电子

汽车、航空
制造、通信等

EDA软件

IP授权
 

来源：SEMI，中泰证券研究所 

芯片产业链涉及哪些国家？目前半导体产业链分散在全球各国，我们将

一个完整的芯片制造流程根据步骤和各国的优势进行拆分，梳理出一个典型

的供应链：第一，英国的 IP 公司将知识产权核授权给无晶圆厂芯片公司。第

二，由美国的芯片公司借助 EDA 软件和授权的 IP，依据客户的需求对芯片

的规格进行设计。第三，芯片设计接下来则被送往印度，经过专业核验确保

其符合客户需求。第四，通过核验的芯片设计再由美国的原始设备制造商

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_45236


